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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-N2-MiBM-EiL-108

Nazwa przedmiotu

Eksploatacja urzadzen do obrébki plazmowej

Nazwa przedmiotu w jezyku polskim

Maintenance of Plasma Processing Equipment

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studidow

studia niestacjonarne

Zakres

eksploatacja i logistyka

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-
teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inz. Wojciech Zérawski, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 1

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktow ECTS 3

Forma . " wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

B 15 9 :




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 Ma wiedze na ,temlat budpw’y plazmotronéw wykorzysty- MIBM2_ W07
Wiedza wanth do obrébki materiatow. .
W02 Ma wiedze na temat metod obrébki réznego rodzaju MiBM2_WO08

materiatéw z wykorzystaniem technologii plazmowych. MiBM2_W17

Umiejetnosci

Potrafi zidentyfikowaé potrzeby w zakresie ksztattowania
U0l |warstw powierzchniowych i na tej podstawie opracowac MiBM2_UO08
projekt technologii wykonania takich warstw.

Potrafi dobraé odpowiednie materiaty inzynierskie, dla

uo2 C . .
zapewnienia poprawnej eksploataciji.

MiBM2_U14

Kompetencje
spoteczne

Rozumie znaczenie i zna mozliwosci ciggtego doskona-
lenia (studia Il stopnia, studia podyplomowe, kursy), co
prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych,
osobistych i spotecznych.

K01 MiBM2_KO01

Ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wiasng
oraz rozumie konieczno$¢ podporzadkowania sie zasa-
dom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za
wspolnie realizowane zadania.

K02 MiBM2_K04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec”

Tresci programowe

wykfad

Dziedziny i zakres wykorzystania plazmy w technice. Budowa i klasyfikacja plazmo-
tronéw. Generacja i zastosowanie plazmy indukcyjnej, parametry technologiczne.
Ciecie plazmowe — urzadzenia, materiaty. Parametry technologiczne procesu ciecia
plazmowego Urzadzenia do spawania plazmowego, parametry technologiczne. Pa-
rametry technologiczne procesu spawania plazmowego. Napawanie plazmowe -
materiaty, wtasnosci powtok, zastosowania. Parametry technologiczne procesu na-
pawania. Systemy do natryskiwania plazmowego. Proces konstytuowania powtoki
natryskanej plazmowo. Parametry technologiczne procesu natryskiwania plazmowe-
go. Natryskiwanie plazmowe — charakterystyka materiatéw. Powtoki natryskiwane
plazmowo - przeglad typowych zastosowan. Plazma w procesach PA-PVD.

laboratorium

Przygotowanie powierzchni elementéw do obrébki plazmowej. Budowa i eksploatacja
ukfadu do natryskiwania plazmowego materiatdw proszkowych (PLANCER PN 120).
Budowa i eksploatacja uktadu do natryskiwania plazmowego zawiesin. (AXIAL IlI
NORTHWEST METTECH). Wplyw parametrow na jako$¢ ciecia plazmg powietrzng
Budowa i eksploatacja uktadu do spawania plazmowego. Budowa i eksploatacja
uktadu do napawania plazmowego. Analiza jakosciowa i ekonomiczna ciecia pla-
zmowego.

projekt

Realizacja zadanego projektu z zakresu prowadzonego wykfadu.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia (zaznaczyc x)

efektu

Egzamin Egzamin

ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

w01

w02

uo1

uo2

K01

K02




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma
zajec*

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wyktad zaliczenie z oceng

Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium zalicze-
niowego w formie testu pisemnego na koniec zaje¢.

laboratorium | zaliczenie z oceng

Obecnosé¢ na zajeciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej
oceny z zaje¢ laboratoryjnych.

projekt zaliczenie z oceng

Obecnosé¢ na zajeciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej
oceny z projektu.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow 1= - h
2. Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. M 39 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 1,6 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 36 h
6. Liczba punktow E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 14 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 41 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
8. i 1,6 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie pracg studenta 75 h
10, Punkty ECTS za rrlmdu'll . 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
LITERATURA
1. Tadeusz Burakowski, Tadeusz Wierzchon - Inzynieria powierzchni metali - WNT - War-
szawa 1998
2. Andrzej Klimpel - Spawanie, zgrzewanie i ci¢cie metali - WNT - Warszawa 1999
3. L. Pawlowski - The science and engineering of thermal spray coatings — John Wiley &
Sons, 11 ed. Chichester 2008.
4. Bach F.-W., Laarmann A., Wenz T.: Modern Surface Technology. Copyright © 2006
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
5. Schneider K.E., Belashenko V., Dratwinski M., Siegmann S., Zagorski A.: Thermal Spray-
ing for Power Generation Components. WILLEY-VCH 2006
6. Heimann R.: Plasma Spray Coating. VCH 2008
7. Davis J.R., Davis & Associates: Handbook of Thermal Spray Technology: ASM Interna-

tional 2004.



